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电子电路制造业清洁生产评价指标体系

1 适用范围

本文件规定了电子电路制造业清洁生产的评价指标体系、评价方法、指标解释与数据来源。

本文件适用于电子电路制造业（包括GB/T 4754 国民经济行业分类中3982电子电路中的刚性印制电

路板、挠性印制电路板、刚挠印制电路板、金属芯印制电路板、齐平印制电路板、碳膜印制电路板、其

他印制电路板、高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板）的清洁生产审核、清

洁生产潜力与机会的判断以及清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排

污许可证等环境管理制度。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 24001 环境管理体系标准

GB 39731 电子工业水污染物排放标准

GB/T 43329-2023 清洁生产评价指标体系编制通则

HJ 1031-2019 排污许可证申请与核发技术规范 电子工业

《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布）

国家发展改革委关于暂缓执行2014年底淘汰氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金工艺规定的通知（发

改产业[2013]1850 号）

3 术语和定义

GB/T 43329—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子电路制造 （Electronic circuits manufacturing）

在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路，包括 GB/T 4754 中 3982 电子电路中的刚性印

制电路板、挠性印制电路板、刚挠印制电路板、金属芯印制电路板、齐平印制电路板、碳膜印制电路板、

其他印制电路板、高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板等。

3.2

抗蚀剂 （Photoresist）

用于保护印制板非蚀刻区或非电镀区的一种光敏耐化学聚合材料（引自 GB/T 2036-94）。本文件

中主要指液态抗蚀剂。

3.3

阻焊剂 （Solder resist）

用于保护印制板非焊接区的一种耐热绝缘材料的通称。包括阻焊印料、阻焊干膜等（引自 GB/T

2036-94）。本文件中主要指阻焊印料。
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4 评价指标体系

4.1 指标选取说明

4.1.1 根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，进行本评价指标体系的指标选取。

4.1.2 根据评价指标的性质，分为定量指标和定性指标两类：

a） 定量指标选取了具有代表性、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁

生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产水平；

b） 定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以

及行业发展规划等选取，用于评价企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

4.2 指标基准值及其说明

4.2.1 在定量评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基

准。

4.2.2 本文件确定各定量评价指标的评价基准值的依据是：

a） 凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求的应执行国家要求的数值；

b） 凡国家或行业对该项指标尚无明确要求的，则根据国内电子电路企业近年来清洁生产实际达

到的水平确定 I 级基准值、Ⅱ级基准值、Ⅲ级基准值。

4.2.3 在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况，按“是”或

“否”两种选择来评定。

4.3 指标体系

4.3.1 电子电路制造企业清洁生产评价指标体系技术要求内容见表 1。

4.3.2 不同加工层数印制电路板加工复杂度还与加工工艺相关，本指南表 1中各层数印制电路板指标

值是在常规加工工艺下测算出的，新型或特种加工工艺印制电路板清洁生产指标值可参考本指南按导电

图形层加工次数与常规印制电路板层数比例关系合理自行测算。
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表 1 电子电路制造企业清洁生产评价指标体系技术指标

一级指标
一级指标

权重
序号 二级指标 单位

二级指标

权重

I级清洁生产水

平基准值

II 级清洁生产

水平基准值

III 级清洁生产

水平基准值

生产工艺及装备 0.2

1 采用清洁生产工艺 /

0.1

1、除电镀金与化学镀金外，均采用无氰电镀液；2、

除产品特定要求外，不采用铅合金电镀与含氟络合物

的电镀液，不采用含铅的焊锡涂层等。

0.05 使用激光直接成像工艺。 /

0.05 使用废液再生回收技术等。 /

2
表面处理生产线（涉及使用重金属原料）

要求
/

0.1 生产线采用节能措施
①

0.2
100%生产线实现自动化或半自动

化
②

70%生产线实现

自动化或半自动

化
②

3 有节水设施 /

0.15
根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清

洗等节水方式

0.15

表面处理生产

线（涉及使用重

金属原料）有用

水计量装置，有

在线水回收设

施

表面处理生产线（涉及使用重金属

原料）有用水计量装置

4 挥发性有机物收集、处理技术 /

0.1
集气效率达到

90%

集气效率达到

80%

集气效率达到

65%

0.1

收集的废气中

NMHC 初始排放

速率≥2kg/h

时，处理装置去

除率达到 90%

收集的废气中

NMHC 初始排放

速率≥2kg/h

时，处理装置去

除率达到 85%

收集的废气中

NMHC 初始排放速

率≥2kg/h 时，处

理装置去除率达

到 80%

能源消耗 0.045 1
单位产品电

耗

单面板 kW·h/㎡

1

≤15 ≤20 ≤25

双面板 kW·h/㎡ ≤40 ≤45 ≤50

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
kW·h/㎡ ≤（40+15n） ≤（45+20n） ≤（50+25n）

HDI 板（（2+n）层） kW·h/㎡ ≤（50+30n） ≤（60+40n） ≤（70+50n）

IC 封装载板（（2+n）层） kW·h/㎡ ≤（60+40n） ≤（70+50n） ≤（80+60n）

水资源消耗 0.05 1
*单位产品新

鲜水用量（生

单面板 m³/㎡
1

≤0.07 ≤0.11 ≤0.17

双面板 m³/㎡ ≤0.14 ≤0.25 ≤0.39
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一级指标
一级指标

权重
序号 二级指标 单位

二级指标

权重

I级清洁生产水

平基准值

II 级清洁生产

水平基准值

III 级清洁生产

水平基准值

产用水） 多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
m³/㎡

≤

(0.14+0.05n)

≤

(0.25+0.06n)
≤(0.39+0.9n)

HDI 板（（2+n）层） m³/㎡
≤

(0.15+0.07n)
≤(0.28+0.1n) ≤(0.43+0.14n)

IC 封装载板（（2+n）层） m³/㎡ ≤(0.3+0.14n) ≤(0.56+0.2n) ≤(0.86+0.28n)

原/辅料资源消耗 0.15

1
单位产品抗

蚀剂消耗量

单面板 kg/㎡

0.5

≤0.020 ≤0.025 ≤0.030

双面板 kg/㎡ ≤0.040 ≤0.050 ≤0.060

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
kg/㎡

≤

(0.04+0.02n)

≤

(0.05+0.025n)
≤(0.06+0.03n)

HDI 板（（2+n）层） kg/㎡
≤

(0.04+0.02n)

≤

(0.05+0.025n)
≤(0.06+0.03n)

IC 封装载板（（2+n）层） kg/㎡
≤

(0.04+0.02n)

≤

(0.05+0.025n)
≤(0.06+0.03n)

2
单位产品阻

焊剂消耗量

单面板 kg/㎡
0.5

≤0.08 ≤0.09 ≤0.10

双面板、多层板 kg/㎡ ≤0.15 ≤0.175 ≤0.20

资源综合利用 0.15

1 用水重复利用率 % 0.2 ≥65 ≥55 ≥45

2
覆铜板利用

率

单面板 %

0.1

≥88 ≥85 ≥75

双面板 % ≥80 ≥75 ≥70

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
% ≥（80-2n） ≥（75-3n） ≥（75-5n）

HDI 板（（2+n）层） % ≥（75-2n） ≥（70-3n） ≥（65-5n）

IC 封装载板（（2+n）层） % ≥（75-2n） ≥（70-3n） ≥（65-5n）

3 铜利用率
⑥

% 0.7/n ≥90 ≥80 ≥75

4 镍利用率
⑥

% 0.7/n ≥95 ≥85 ≥80

5 金利用率
⑥

% 0.7/n ≥98 ≥95 ≥90

6 银利用率
⑥
（含氰镀银） % 0.7/n ≥98 ≥95 ≥90

污染物产生与排放 0.2 1
单位产品废

水产生量

单面板 m³/㎡

0.2

≤0.10 ≤0.16 ≤0.22

双面板 m³/㎡ ≤0.21 ≤0.36 ≤0.52

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
m³/㎡

≤

(0.21+0.07n)

≤

(0.36+0.09n)
≤(0.52+0.12n)

HDI 板（（2+n）层） m³/㎡
≤

(0.23+0.11n)

≤

(0.40+0.14n)
≤(0.57+0.18n)
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一级指标
一级指标

权重
序号 二级指标 单位

二级指标

权重

I级清洁生产水

平基准值

II 级清洁生产

水平基准值

III 级清洁生产

水平基准值

IC 封装载板（（2+n）层） m³/㎡
≤

(0.46+0.22n)

≤

(0.80+0.28n)
≤(1.14+0.36n)

2 有减少重金属污染物产生的预防措施
⑦

/ 0.1
使用四项以上（含四项）减少镀液

带出措施

至少使用三项减

少镀液带出措施

3

单位产品废

水中铜产生

量（末端处理

前）

单面板 g/㎡

0.1

≤3.00 ≤4.80 ≤6.60

双面板 g/㎡ ≤6.30 ≤10.80 ≤15.60

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
g/㎡

≤

(6.30+2.10n)

≤

(10.80+2.70n)

≤

(15.60+3.60n)

HDI 板（（2+n）层） g/㎡
≤

(6.90+3.30n)

≤

(12.00+4.20n)

≤

(17.10+5.40n)

IC 封装载板（（2+n）层） g/㎡
≤

(13.80+6.60n)

≤

(24.00+8.40n)

≤

(34.20+10.80n)

4

单位产品废

水中化学需

氧量产生量

（末端处理

前）

单面板 g/㎡

0.1

≤40.00 ≤64.00 ≤88.00

双面板 g/㎡ ≤84.00 ≤144.00 ≤208.00

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
g/㎡

≤

(84.00+28.00n

)

≤

(144.00+36.00

n)

≤

(208.00+48.00n

)

HDI 板（（2+n）层） g/㎡

≤

(92.00+44.00n

)

≤

(160.00+56.00

n)

≤

(228.00+72.00n

)

IC 封装载板（（2+n）层） g/㎡

≤

(184.00+88.00

n)

≤

(320.00+112.0

0n)

≤

(456.00+144.00

n)

5

单位产品废

水中氨氮产

生量（末端处

理前）

单面板 g/㎡

0.1

≤5.00 ≤8.00 ≤11.00

双面板 g/㎡ ≤10.50 ≤18.00 ≤26.00

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
g/㎡

≤

(10.50+3.50n)

≤

(18.00+4.50n)

≤

(26.00+6.00n)

HDI 板（（2+n）层） g/㎡
≤

(11.50+5.50n)

≤

(20.00+7.00n)

≤

(28.50+9.00n)

IC 封装载板（（2+n）层） g/㎡

≤

(23.00+11.00n

)

≤

(40.00+14.00n

)

≤

(57.00+18.00n)

6
单位产品废水中氰化物产生量（末端处理

前）
g/㎡ 0.1 ≤0.42 ≤0.72 ≤1.04
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一级指标
一级指标

权重
序号 二级指标 单位

二级指标

权重

I级清洁生产水

平基准值

II 级清洁生产

水平基准值

III 级清洁生产

水平基准值

7

单位产品废

气中 VOCs 产

生量

单面板 g/㎡

0.2

≤23.04 ≤28.80 ≤34.56

双面板 g/㎡ ≤53.76 ≤67.20 ≤80.64

多层板（HDI、IC 封装载板

除外，（2+n）层）
g/㎡

≤

(53.76+38.40n

)

≤

(67.20+48.00n

)

≤

(80.64+57.60n)

HDI 板（（2+n）层） g/㎡

≤

(53.76+38.40n

)

≤

(67.20+48.00n

)

≤

(80.64+57.60n)

IC 封装载板（（2+n）层） g/㎡

≤

(53.76+38.40n

)

≤

(67.20+48.00n

)

≤

(80.64+57.60n)

8 *危险废物污染预防措施 / 0.1

涉重金属的表面处理污泥和废液在企业内回收或送到

有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废

物转移联单

温室气体排放 0.005 1 温室气体管理 / 1

已执行并持续

运作组织温室

气体管理系统

(ISO14064-1)

已执行组织温

室气体管理系

统

(ISO14064-1)

已执行组织温室

气体管理

产品特征 0.05 1 产品合格率保障措施
⑧

/ 1

有镀液成分和

杂质定量检测

措施、有记录；

产品质量检测

设备和产品检

测记录

有镀液成分定

量检测措施、有

记录；产品质量

检测设备和产

品检测记录

产品质量检测设

备和产品检测记

录

清洁生产管理 0.15

1 *环境法律法规标准执行情况 / 0.2

符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达

到国家和地方排放标准、总量控制指标和排污许可证

管理要求

2 *产业政策执行情况 / 0.2 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策

3 生产过程环境管理 / 0.1

1、有工艺控制和设备操作文件；无跑、冒、滴、漏现

象，有维护保养计划与记录；有针对生产装置突发损

坏，对危险物、化学溶液应急处理的措施规定；2、按

行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织
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一级指标
一级指标

权重
序号 二级指标 单位

二级指标

权重

I级清洁生产水

平基准值

II 级清洁生产

水平基准值

III 级清洁生产

水平基准值

排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。

4 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 / 0.1

按照 GB/T 24001 建立并运行环境

管理体系，环境管理程序文件及作

业文件齐备；按照国家和地方要

求，开展清洁生产审核

拥有健全的环境

管理体系和完备

的管理文件；按

照国家和地方要

求，开展清洁生

产审核

5 废水环保设施的运行管理 / 0.05

废水分类处理；建有废水处理设施

运行中控系统，包括自动加药装置

等；有废水排放量与主要成分自动

在线监测装置，且经环保部门比对

监测（区域不具备联网条件的除

外）；记录治污设施运行数据并建

立环保档案；具备计算机网络化管

理系统

废水分类处理；

建有废水处理设

施运行中控系

统，包括自动加

药装置等；有废

水排放量与主要

成分自动在线监

测装置，且经环

保部门比对监测

（区域不具备联

网条件的除外）；

记录治污设施运

行数据并建立环

保档案

6 废气环保设施的运行管理 / 0.05

1、废气依照要求设置在线监测装

置，且经生态环境部门比对监测

（区域不具备联网条件的除外）；

记录运行数据并建立环保档案；具

备计算机网络化管理系统；

2、对有害气体有良好净化装置，

并定期检测

1、废气依照要求

设置在线监测装

置，且经生态环

境部门比对监测

（区域不具备联

网条件的除外）；

记录运行数据并

建立环保档案；

2、对有害气体有

良好净化装置，

并定期检测

7 *危险化学品管理 / 0.1 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求

8 *危险废物处理处置 / 0.1 危险废物按照 GB 18597 等相关规定执行
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一级指标
一级指标

权重
序号 二级指标 单位

二级指标

权重

I级清洁生产水

平基准值

II 级清洁生产

水平基准值

III 级清洁生产

水平基准值

9 *环境应急预案 / 0.1 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练

注：带“*”号的指标为限定性指标

①生产线节能措施包括使用高频开关电源和/或可控硅整流器和/或脉冲电源，其直流母线压降不超过 10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗能设备、使用清洁

燃料。

②自动生产线所占百分比以产能计算；多品种、小批量生产的企业（车间）对生产线自动化没有要求。

③表中的单面板、双面板、多层板包括刚性印制电路板和挠性印制电路板。由于挠性印制电路板的特殊性，新鲜水用量、电耗和废水产生量比表中所列值分别增

加 25%、25%与 35%。覆铜板利用率比表中所列值减少 25%。刚挠结合印制电路板参照挠性印制电路板相关指标。

④表中所述印制电路板制造适合于规模化批量生产企业。以小批量、多品种为主的快件和样板生产企业，其新鲜水用量、电耗和废水产生量可在表中指标值的基

础上增加 15%。

⑤表中印制电路板层数加“n”是正整数。如 6 层多层板是（2+4），n 为 4；HDI 板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在 2层基础上加上 n层；刚挠

板是以刚性或挠性的最多层数计算。

⑥计算金属利用率时 n为被审核镀种数；无氰镀银等其他镀种可以参照“铜利用率”计算。

⑦减少单位产品重金属污染物产生量的措施包括：镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响产品质量的除外）、风刀吹、挂具浸塑、科学装挂镀件、增加镀液回

收槽、镀槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热镀槽除外）、在线或离线回收重金属等。

⑧提高电镀产品合格率是最有效减少污染物产生的措施，“有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录”是指使用仪器定量检测镀液成分和主要杂质并有日常运行

记录或委外检测报告。

⑨表面处理生产车间基本要求：设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄漏措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、

氰化氢、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。

⑩表中 HDI 板、IC 封装载板除层数外，制作阶数也会对能源消耗产生影响，可根据主要工序数量按照阶数进行修正。修正系数取值为 1阶 1、2阶 1.21、3 阶 1.43、

4 阶 1.64、5 阶 1.86、6 阶 2.07。

⑪若生产中除用电外还耗用原油、柴油或天然气等其他能源，则可以按国家有关综合能耗折标煤标准换算，统一以耗电量计算。如电力：0.1229 kgce/（kW·h），

原油：1.4286 kgce/kg，天然气：1.1000 kgce/ m
3
~1.3300 kgce/ m

3
。则 1 t 标煤折电力 0.81367 万 kW·h，1 t 原油折电力 1.1624 万 kW·h，1000 m

3
天然

气折电力 0.8950 万 kW·h~1.0822 万 kW·h（能源、电力折标准煤系数取自《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2020）。
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5 评价方法

5.1 指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数，如式（1）所示。

Y��（���） =
100, ��� ∈ ��
0, ��� ∉ ��

………………………………………………（1）

式中：

���——第i个一级指标下的第j个二级评价指标；

��——二级指标基准值，其中�1为Ⅰ级水平，�2为Ⅱ级水平，�3为Ⅲ级水平；

Y��（���）——二级指标���对于级别��的隶属函数。

如式（1）所示，若指标 ���属于级别��，则隶属函数的值为100，否则为0。

5.2 综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别��的得分Y��，如式（2）所示。

Y�� =
�=1

�

(���
�=1

��

���� ���(���))………………………………………………（2）

式中：

��为——第i个一级指标的权重，���为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中

�=1

�

��� = 1，
�=1

��

���� = 1，m 为一级指标的个数；

�� ——第 i 个一级指标下二级指标的个数；

Y��——Y�1等同于YⅠ，Y�2等同于YⅡ，Yg3等同于YⅢ。

5.3 综合评价指数计算步骤

5.3.1 第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要

求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YI，当综合指数得分 YI

≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数

得分 YI＜85 分时，则进入第 2 步计算。

5.3.2 第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要

求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分 YII，当综合指数得分 YII

≥85 分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数

得分 YII＜85 分时，则进入第 3 步计算。

5.3.3 新建企业或新建项目不再参与第 3 步计算。

5.3.4 第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业

相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分，当综合指数得分 YIII=100 分时，可判定企

业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分 YIII＜100 分时，

表明企业未达到清洁生产要求。

5.4 电子电路制造业清洁生产企业的评定
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5.4.1 本文件采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的

基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁

生产水平等级。

5.4.2 对电子电路制造企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定

综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产先进（标杆）水平、清洁生产准入水平平和清洁生产一般水

平。

5.4.3 根据目前我国电子电路制造业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数判定值规

定列于表 2。

表 2 电子电路制造业

企业清洁生产水平 评定条件

I 级（清洁生产先进（标杆）水平）

同时满足：

——YI≥85；

——限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求；

——非限定性指标全部满足 II 级基准值要求。

II级（清洁生产准入水平）

同时满足：

——YII≥85；

——限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上；

——非限定性指标全部满足 III 级基准值要求。

III 级（清洁生产一般水平）
满足：

——YIII=100。

5.4.4 按照现行生态环境保护政策法规以及产业政策要求，凡被地方生态环境主管部门认定为主要污

染物排放未“达标”（指总量未达到控制指标或主要污染物排放超标），或被地方工业和信息化主管部

门认定生产淘汰类产品或仍继续采用要求淘汰的设备、工艺进行生产的企业，不能参与清洁生产等级评

价。

6 指标解释与数据来源

6.1 指标解释

6.1.1 单位产品新鲜水用量

每生产单位面积产品所消耗的新鲜水量，计算公式见式（3）。

�� =
��

��
………………………………………………………………… 3

式中：

Wu—单位产品新鲜水用量，m³/㎡；

Wf—年度总新鲜水用量（不含办公、生活、实验、空调等新鲜水用量），也即该年度生产过程总新

鲜水用量，m³；

As—单一种类相同制程线路板年产出面积，㎡。

6.1.2 单位产品电耗

统计单位产品电耗的生产设备包括制程设备和公用设备两大类，即制程设备和公用设备。其中制程

设备包括生产设备、检测设备等；公用设备包括空调系统（如：冰水机、箱型冷气、冷却水塔等）、压

缩空气系统（(如：马达、空气干燥机及涡轮机等）、蒸汽系统（如：锅炉、冷凝系统等）等。计算公

式见式（4）。

�� =
��

��
………………………………………………………………… 4

式中：Eu—单位产品电耗，kWh/㎡；
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Et—年度总耗电量，也即该年度生产过程电能消耗总量，kWh；
As—单一种类相同制程线路板年产出面积，㎡。

6.1.3 水的重复利用率

水的重复利用率，指生产线用水的重复利用率，不包括空调用水。计算公式见式（5）。

R =
Vr

Vi + Vr
× 100%…………………………………………………… 5

式中：

R——水的重复利用率，%；

Vr——在一定计量时间内重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m
3
；

Vi——在一定计量时间内产品生产取水量，m
3
。

6.1.4 覆铜板利用率

覆铜板利用率指产出印制电路板成品面积与投入覆铜板面积之百分比。

其中产出印制电路板成品面积是指合格的入库产品面积；投入覆铜板面积是指该投入批产品生产的

全部覆铜板，包括开料与工艺余量产生的边角料及加上报废不合格品面积。单件印制电路板产品面积计

算是指客户要求交货时容纳印制电路板外形的最小矩形的面积。利用率计算见式（6）。

CLR =
Ps

CLs
……………………………………………………… 6

式中：

CLR——覆铜板利用率，%；

Ps——产出印制电路板成品面积，m
2
；

CLs——投入覆铜板面积，m
2
。

6.1.5 金属综合利用率

金属利用率按式（7）计算：

U % =
i=1

n
T� ∙ S� ∙ d

M − m1 − m2
� × 100………………………………………… 7

式中：

U—金属综合利用率；

n—考核期内镀件批次；

Ti—第i批镀件镀层金属平均厚度，μm；

Si—第i批镀件镀层面积，m
2
；

d—镀层金属密度，g/cm
3
；

M—金属原料（消耗的阳极和镀液中金属离子）消耗量，g；

m1—阳极残料回收量，g；

m2—其他方式回收的金属量（包括电镀污泥回收金属量），g；

“金属”意指用于电镀生产的金属阳极、金属盐或氧化物所含的金属元素。

6.1.6 单位产品污染物产生量

单位产品污染物产生量用式（8）计算，若含有某种污染物的生产废弃物有多点排放，则把分别测

定的数据相加。

� =
��

��
……………………………………………………………… 8

式中：

Q—单位产品污染物产生量，g/㎡；
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Wt—年度工厂所有废弃物排放点在末端处理前中污染物监测数据加和，g；

As—单一种类相同制程线路板年产出面积，㎡。

6.2 数据来源

6.2.1 统计

企业的新鲜水的消耗量、重复用水量、产品产量、能耗及各种资源的综合利用量等统计计算数据，

以年报或考核周期报表为准。

6.2.2 实测

如果统计数据严重短缺，资源综合利用特征指标也可以在考核周期内用实测方法取得，对间歇性生

产的企业，实测三个周期；对连续生产的企业，应连续监测72小时。

6.2.3 采样和监测

本指标污染物产生指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法，

详见GB 39731、GB 37822、HJ 734等。
A
B

A
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